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LETAPPE DI LINA CRESCITA

g Seritranics & stata costituita nel 1987, potenziando espetierze nel settore serigrafico che
risalgono agli anni 90 e concentrandale nella prodwzione di telal serigrafici e servizi par
lindusttia elettronica Questa industria, in particolare guella del circuito stampato, aveva gis
fatto proprie alcune tecniche della serigrafia. Ma cid che & avyenuto per guesto processo
nell'uttimo ventennio, intermind di sviluppo e perfezionamento qualitativa, ha pochi riscontriin
altri campi tecnologici. Da anfichissima ane, hasata su attrezzature & materiali semplici &
regole empiriche, 13 stampa serigrafica e divertata sempre pil una raffinata tecnologia
industriale, enellatabbrica elettronica automatica essa ha trovato il terreno per uno syillppo
straordinario

Sara pure una coinciderza, ma la costituzione della Seritronics caollima con la fase. [n cul
guesta trasformazione tecnologica diviens pil sostarziale & vistosa Tutto s moove pid
rapidamente quando i fabbricantiaccentuano integrazione nei componentia semiconduttore
Cirando | progettisti spingono verso una crescente densificazione di componentl e funzionl
sulla scheda & nei sistemi ed arrivano tecnologie avanzate per costruire circuiti integrati ibridi,
assemblaggi e moduli elettronici ad alta densita di interconnessione. Guando | costrutton
Introducono nelle stampatrici serigrafiche delle ultime generazioni strumentazione, contralli ed
automazione computerzzata indosimassiccie,

Lo schermo serigrafico, pare integrante ed esserziale del processo di stampa serigrafica,
deve pertanto continuamente adeguarsi, e la storia della sua trasformazione in termind dl
diversificazione, qualita e resa produttiva @ [a storia stessa della Seritronics e dei"'monaci” che
cofn cefosing perseverarga thanno fatta crescere, Anche l'informazione verso la clientela &
seimpre stata puntuale nel corso dedli anni, assumendo anche aspetti sicuramente "fuor dal
cord. Simpaticala reiterata pubblicita Seritronics affidata a sferette disaldante che diventano
amini, felici di attraversare cave con hordj
arrotondati ed un po’ incavolati guandoyanno
A coZzare contro spigali vivi.. _{FIG. 1), Ma si
sono ripetutamente visti anche articoli sulla
starmpa specializzata, come di seguito viene
~ seghalato.
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ILMONTAGGIO SUPERFICIALE SICONSOLIDA

1987-

Ao della produzione diteladi ata precisione perrealzzare crcuti integratl ibridi S
strato spesso. || processo della loro fahbricazione richiede, tra 'altro, una tesatura
graduale e strettamente controllata del tessuto, specialmente gquando guesto
costituito dafili molo softili.

1988 -Yengono apprantati telai ad alta stabilita dimensionale. La relativa finitura superficiale

1984 -

18990-

yviene fatta applicando uno strato o speciale resina epossidica trasparents, che
conferisce altelaio resistenza agl agenti chimico-fisici esterni ed una elevata stahilta
dimensionale nel corso del suouso ripetuto nel temipo

Frogettazione di depositi innovatyl di adesw || cosiddetto "punto colla” puntiforme o,
comundgue, a forma circolare, non garantisce il rspetto del posizionamento in modao
speciale di piccoll componenti (chip, melf, ecc.) sulla relativa scheda nellefasi diposal
saldatura a onda. Infattl, || componente pud facilmente ruotare o spostarsi dalla
posizione prefissata. Seritronicerisolve il problema passando a depositi rettangolari (a
harretta) che migliorano notevolmente |3 supericie e |a forza dj trattenimento del
componente. Infase di poszionamento, poi, || deposito di adesivotende ad avvolgere
il corpo del componente medesimao, fissandone la corretta posizione rispetto alle
piarzole di contatto-giunzione. Attualmente si opera normalmente fino a chips di tipo
0603, rma & possikile scendere anche a dirmensioni inferiar,

Froposta di un metodo per laverifica preliminare della pasta saldante per SMT e della
sua possihile contarminazions, Linguinamento pud derivare da cause esterne o
Interne, quall recuperi a fine lavoro in vista di successive stampe, presenza di
contaminanti,. sokenti, umidita sul telaio o nelfambiente di lavaro, ossidazioni per
projlunoate esposizioni all'aria. Esso pud comportare ser inconvenienti nelle
successive produzioni, guali la formazione dl giunti saldati opachi o imperfett,
mancata coesione e formazione di sferette libere (i cosiddetto solder balling
sertronicsmette a disposizione un kit per la prova del solder balling, che consente dj
facilmente controllare |3 pasta dopo |3 sua rifusione. [ principio su cui si fonda &
pstremamente semplice’ e particelle assumono una forma sferoidale sU una
superficie non bagnabile ad una determinata temperatura (ref: "Controllo della
contaminazione In una pasta saldante per SMT - Ingegneria Eleffronica, Settembre
18977,

MUOYE SPINTEAL CAMBIAMENTD

1991- Stampa di depositi di adesii, 0 paste saldanti 8 spessore differenziato, sul medesimo

supporto. E' la risposta ai problemi posti dalla crescente corwiverza, sulla medesima
scheda, di componentitra loro hen diversi, chevanno da quelli con reafor dainserire g
saldare in far passanti (e cosiddetta tecnica della intrusione, valida ad esempio per
connettor agliSMD cherichiedono depostidl adesho o di cremasaldante a spessore
diverso da zona a Zona, da oftenere con unica passata serigrafica. [n gquesti casi 1o
schermo serigrafico diviene o strumento fondamentale del processo Seritronics 10
realizza depositando, su una lamina metalllca base, dei sovraspessori dl resina
speciale dove sivogliono avere spessor aumentati e differerziatl. In carrispondenza
delle cave passanti e lungo 1 contorni esterni del sovraspessord, oppoduni

arrotondarmenti facilitano o scorrimento della racla (n gomma) ed il Fiempiment o
oavuctamento delle cave n fase di stampa  (ref "Stamps di deposti a spessore

differehziato” - PCB Magazine, Maggio 1995 e "Seritronics: gualita e innovazioni
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1992-

:_E;:ie"sanre differerziato” - PCB Magazine, Maggio 1998 e "Serironics gualita e

ianovazioni tecnologiche per SMT - PCH Magazine, LugliodAgosto 1998),

Cttimizzazione del master ricevuta dal cliente ed applicazione di regole di progetto
sperimentate, prima della esecizione del telaio. E' questo un fiore all'occhiello di
Seritronics, che mette a disposizione del cliente un servizio preliminare, che mira a
hen considerare in articipo e reali condZioni ih cul | telai eventualimenta fornifi
dovranno operare. Con il cliente sipossono in tal modo concardare azioni carrettive
hasate =u una banca dati di regole di progetto fissate dalla pratica esperienza
Motevole cura & dedicata alla verifica dell'adattamento ottimale tra piazzole di
contatto-saldatura e componenti relativi

1993 ajla societa propone un sistems per | controllo ndivetto del volume di saldante

depositato (non del volume depostato della pasta relativa che, come & nato, & un
agolomerato provyvisorio disostanze diverse, che in parte siliberano nel corso della
rifisione). Mulla di simile ai costosi sistemi inuso peryerificare, ad esempiocon laser,
depositi appena stampati, pettanto composti da creme "umide® Sitratta invece dj
misurare semplicemente o il diametro o 'altezza del deposito rifuso. Sitrae spunto
da unsermplice fenomenao fisico, secondo cul se una guarntita di pasta saldante viene
depositata in modo ripetitivo e 3 volurme costante su un supporto non saldakile, dopo
la rifusione si trasformera in una sferetta di diametro sempre uguale, facilmente
trnisurabile e confrontabile. Anche perguesto Seritronics offre un appropriatokit. (ref:
"Deposito di pasta saldante - come mantenerlo sotto controlln® - PCH Magazineg,
Ottobre1993),

miTrattamerto Yater Froof, nservato atelal contessuto. Inpratica, 'applicazione finale

deltrattamento difinitura superficiale, atto a migliorare la stabilita dimensionale, gis
wisto, viene preceduto dalla stesura di unaltro strato di resina per oftenere anche una
resisterza accentuata airipetuli lavagai deltelaio

LA RICERCADIPROCESSIPILF SICURI

1994 -

Fadira 4

Sperimentazione della Clanfrinatura. E' la nisposta Seritronics al salto qualitativo
fichiesto un po' & tutti gli attor del montagaio SMT con Favwenta di nuoyi packages,

gquali BGA, mBGA, WBGA & CSF Lennesimo "uovo di Colombo”, ovvero |3
cosiddetta cianfrinatura dello stencil, consiste nel creare su entrambe e facce della
lamina (lato a contatto con la racla e lato a contatto con [l circuito stampato) uno

srusso arrotondato (raggio dl circa 30 Wy sututti hordi vivi delle aperture o cave,
previste peril rempimento-deflusso della crema di saldatura (FIGG. 2e 3). Vengono
Fvviate sperimentazioni atte a verfficare | potenziall, notevoli vantagdl di guesta
solEione, ciog

1. rempimento e svuotaturaagevolatidelle cave

2. minore attrito della crema sulle pareti delle cave

3. staccodelo stencil pid sicUro

4. pulEiafacilitatadello stencil

4, migliore resadi processo

Zon riflessi positivisulle fasi successive dalproceszo diassemblaggiod] componerti.

MHella FIG. 2 appaiono evidenti | vantadgi citati, tenendo conto di due important

paratmetr] eciog

a) 1| corretto dimensionamento della laming in fase dl progetto. Lesperenza
suggerisce che il rapporto tra la larghezza della cava e |o spessore della laming
dovrebbe essere Uguale o maggiore di 2 o 4

by il corretto spessore del deposio di crema saldante. Come noto, _E%Elﬂl"..
determinato in massima parte dallo spessore della lamina, Uno spessarer

& il




o
) R

FIG.2

Con riferimento allaF G, 2, sipossonofare e seguenti osserys aZioni
-inF G 2Aviene soddisfatta lavoce B ma non laa);

- InF Iz 28 viene soddisfatta lavocea) ma non la b);

-inFlGE 2C itechologia Serttronics) vendgonosoddisfatte entrambe le voci

9

FIG. 3 - Cianfrinatura

Mansi pudtrascurare il fatto che, in produzioniindustriai ditipo SMT avanzato, | peso
dei difefti attribuibili alla fase di stampa pud ragaivngere picchi fino 3l 60% del totale
(ref.  "Serigrafia; dall'arte all'automazione' - FCH Magazine, Ottobre 1994 e "Lamine
con aperture smussate peri Ball GridArray” - PCB Magazine, Ottabire 19549).

1894- 95-96

Ezperi Sertronicstengono corsia carattere techico-divulgativo, sullo stato dellarte di
fabbricazione degli scherml serigraficl e della stampa serigrafica applicata alla
*'ir;fiustrla glettronica, presso aziende esterne o inoccasione di convegni (ad esempio,
IMAPS),

treduEione del servZio moderm,
o della prodizione concianfrinatura Lerelative, intense sperimentazioni sul
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‘campo: sono state confortate da positivi riscontri, in linea con le attese Pertanta la
CEjanfrinatura viene brevettsta ed estesa alle lamine prodotte con tutte e tecniche
correnti (fotoincisione, taglio con ragaio laser, elettroformatura) (ref. "Techologie

nuoveper |3 lamina di serigrafiadel solder'- PCB Magazine, Aprile 1995 " Uno stencil
perilfine-pitch" - PCH Magazine, Aprile 1997

1997- a)Microtaglio con laser.

tiLaming cosiddetta Corazzata (spetimentazione), Per valutare la percorribifita di
nuovl percarsi techologicl, vengono considerate le caratteristiche essenziall della
tecnica di elettro formatura, cercando tuttavia di attenuarme taluni aspetti non
positivi. La elettro formatura determina superficl molto dure e lisce, ma in fase di
starnpa si pud facilmerte avere | non gradito sitamerto della pasta (per dettagl),
vedere | rif 1999 b, Sono anche carenti la elasticita e la resilienza dells lamina. La
ricerca pota ad introdurre allinterno della lamina un materiale pid flessibile ed 3
produrre cave con paretiinterne speculari, conseryandoin ogni caso, sU entrambe
le facce, dli arrotondamenti tipici della cianfrinatura (vedere note a parte). Lina
nuova laminag denominata " Armoured Printing Sheet" ovvero"Corazz ata” viene alla
fineimmessaneicanali delle sperimentazion sulcampodF1G. 4).

Fl1G. 4a - Clanfrinatura FlG.4h - Cianfrinatura e
Corazzatura

1998 - Hanno inzio e forniture della lamina "Corazzata”  (ref. "Ricerca di un processo
sermpre pid robusto"™-PCE Magazine, Movermbre 1999 |l nuovo processo &
applicabile a lamine in acciaio inox, ma anche ad altri metalli, quali 'ottone, per arere
flessikilita e adattabilita ai dislivelii del PCB. Le nuove lamine vengono indicate per
processi di assembladgio di componenti e packages dellultima generazione, quali

SMT fine-pitch, BGA, W BGA, C5F, dove gll stencils recano numerose cave molto
piccole eravyicinate,

1999 -gy Acquiszione della Cedificazione 150 9002,

iSperimentazione ed introduzione nelle lamine, per la stampa di paste di saldatura
istencils), di un trattamento superficiale che evita o slitarmento della pasta. ||
semplice slittamento della pasta sulla superficie della lamina in corso di stampa (n
lungo dell'auspicato rotolamenta, utile aifini del sUo rimescolamento) 8 un fenameng
temuto dagli addetti ai lavori Fer guesta Seritronics introduce Un ey |dimento
superficiale della lamina (pallinatura) inmodo da ottenere leggeri awallamemrﬂu 5
supericie lucida. [l trattamento si applica normalmente alle lamine tlaﬂfn,_ -4
corazzate gia segnalate.
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2000-8) Avvio della prodizione di schermi con stencils per process! di assemblaggio ﬂ;t‘
packages ditipo BGA fino a passo 0.5 mm. BE' questa una applicazione Dltremguﬂ_n_ "
impegnativa, che richiede nuove generazioni di paste saldanti, processi di starmps
pill contrallati e robustl, lamine di elevata gualita in termini di precisione, ripetivita di
depositoe sicuro rilasciodella crema sul supparto.

) Qperazioni diriparazione (reworking) di BGA . Viene data soluzione ad una delle fasi
il critiche: la ripetuta deposizione di strati di crema saldante (ogni fase & seguita da
fifusione) per ricreare | terminali sferici sul singolo package. Viene fornito un kit
manuale a prezzo contenuto che, tra Paltro, comprende una lamina con cave
cianfrinate fvedere dettagll a parte), che assicura auto-alineamento sulterminall del
BGA, favorto dalla presenza degh smussi, asserza di residdl di stampa e, in
definitiva, un risultato finale in genere pid preciso rispetto all'originale (ref; "Lamine
conaperture smussateperiBall GridArray" - PCH Magazine, Ottobre 1995)

2007-a) Lamine con profilo-adattato. La applicazione di criteri propri della techologia Poly mer
Thick Film o PTF, porta a realizzare economici circuiti stampati con pattern circuitali
densificati suuna o entrambe lefacce Tipic elementi sono costituiti dai ponticeli di
scavalco piste o crossovers, piazzole di contatto per fastiere e resistor stratiformi,
schermature parziall, connessioni trafaccia efaccia, attraverso [a stampa serigrafica
di inchiostridielettrici, conduttivi o resistivi di base polimerica. Conguesto, tuttavia, si
producono dej sovraspessarn sulle facce del pannello, riguardanti solo determinate
zone, aterandone la planarita, Cio costituisce Un serio ostacolo invista di depostare
successihamente, sempre pervia serigrafica, strati 2 spessore controllato di paste
saldanti, per poi passare alle fasi di posa-saldatura di componenti. Con & lamina
scaricata, proposta da Serifronics, S possonosuperare guesti problemi
E=sa sicaratterizza periseqguenti aspetti

1.3 laminaviene "scaricata”, ciogincisa per meta spessore, in coinciderza de
sovraspessar FTF,

2.per compensare eventuali erron di centratura in fase di stampa, e porzion
scaticate sono un po' pid larghe rispetto al sovraspessore sottostante,

3.la fabhricazione comprende e techiche collaudate delia cianfrinatura e della
corazzatura, giaviste, per eliminare spigali vivi dov i al processo diincisione
B accrescere la consistenza della lamina (in patte compromessa dalle
incisionidi scarico) ela relativadurezza superficiale (Fig.h).

Fif5 - Lamina con profilo
“Ad attato™

Prave sul campo hanno dimostrato che la nuova proposta pud notevolmente
Jrrﬂhushra il processa, tnghendn di mezzo cu:ur’u clrcurn = relatwe nprese vern"ca’u
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" LESFIDE FUTLRE

L'eletironica & |2 serigrafia hanno sempre reso lavita non facile a chivi sie accostato, etutto
lastia credere che sara cosi anche in futuro, se non peggio Muove tecnologie di
assemblaggio e collaterall stanno affacciandosioil flip-chip, il bumping, | chips 0207, le nuove
strutture multistrato o stacked chip, | montaggio finale di component] esaticl, | circuiti ed |
sisterni ad alta densita diinterconnessione (HDD, solo per fare gqualche nome. Gl addeti alla
serigrafia potrebhero infuturo dedicarsi a substrati costituiti da warer di silicio e di altro genere,
altre 3 guelllinalluming, nitruro di alluminio, FR-4, ecc. Sirenderanno cosi necessar rappotti
sermpre pid strettitra fornitar e fruitori di tecnologie e pid efficaci canali e reti per la reciproca
conoscerzs edinfarmazione. | mezzi, perfortuna, non mancano.

Fertornare alla similitudine mizile, 1 fratl di un convento dovranno muoverst per farvists a
quelli di altri monasteri (sitiy, osserrare la propria "regold’, ma conoscere bene anche guelle
degli altri per poter concelebrare riti condivisi (fecnologie). Trasformandosi cosi in monack
pellegrinl (e non in monacknavigatorh. .. La conguista del Paradizo, Insomma, potrebhe
rendersi sermpre pitdifficiiel

Fuor di metafora, la Seritronics sembra gia muovers su guesth nuoyi percarsi con una prima

iniziativa, e ciog;

2007-m0 1 nuovigsino reparto CAD | orelativi servizi sl pongono nellambito di quello di
ottimizzazione del master e applicazione di regole sperimentate di progetto, gia in
precederza segnalato. [Hutto, perd, siapplica ora al'elaborato fornito dal cliente, con
scambisemprepidinterattivied incisiitra le pardi (FI1G. 6.

FI1G. 6 -Lamina Multi spessore
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